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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

廃熱など熱エネルギーを高度利用するためには，対象とする場の温度分布を所望の
時間・空間分解能および精度で計測する必要がある。本研究では，蛍光燐光を用い
た温度分布計測法を開発しており，ナノプロセシング施設の各種設備を用いて，ガ
ラス基板の割断，ガラス基板上への電極成膜，成膜後の観察といった実験を実施し
た。

実験
Experimental

ガラス基板を所望のサイズに割断するためにダイシングソーを用いた。この基板は，
実験の前にドラフトチャンバ内で有機洗浄し，条件によってはアッシング洗浄も追
加した。このガラス基板に対して，TiおよびAuを電極として成膜した。次に，温度
測定に必要な感温塗料を基板上にスピンコータで成膜した。

結果と考察
Results and Discussion

製作した基板を用いて伝熱実験を実施したところ，印加した電圧に応じて透明電極
面が加熱されていることを確認できた．また，感温塗料の発光強度を高速度カメラ
で捉え，画像処理を施すことにより，水が沸騰している際の温度分布を精緻に取得
することが可能となった．
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